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論
文

1. 緒　言

　薄くて自由に折り曲げることができるフレキシブルプリ
ント配線板 (FPC)は軽薄短小化や高機能化が望まれるスマー
トフォンなどの携帯情報端末に多用され，今後も需要の拡
大が見込まれるウェアラブルエレクトロニクスにおいても
その必要性は計り知れない。FPCの絶縁材料にはポリイミ
ド (PI)が用いられ，PI上に導体層として銅箔を形成したフ
レキシブル銅張積層板 (FCCL)をもとに FPCが製造されて
いる。
　PIへの無電解めっきの報告は古く，約 40年前から数多
くの研究者らによって検討されており，その方法の一つと
してアルカリ改質が良く知られている (Fig. 1)1)～10)。水酸化
カリウム水溶液などのアルカリ処理により生成した PI上の
ポリアミック酸塩の改質層に Pd(II)イオンを吸着させ，金
属 Pdに還元すれば無電解めっきが可能となる。メタライ
ズタイプの FCCLの要求性能は銅膜厚が 8～9 μmのときに
150°C，168時間の熱負荷後に 0.4 kN/m以上の 90°ピール
強度値が求められている 11)。しかし，アルカリ改質を用い

た無電解めっき法では，めっき直後は高い密着強度を得ら
れるが，熱負荷後は大幅に密着強度が低下して要求を満た
すことができていない。そのため，PIへのメタライジング
技術には安価な無電解めっき法ではなく，高価なスパッタ
リング法が用いられている。FPCは今後の需要拡大に伴っ
てさらなる軽薄短小化とコスト削減が要求されており，ス
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　概要　われわれは以前にポリイミド (PI)上のメタライズ方法として無電解 Niめっきを用い，高い密着強度のフレキシブル
銅張積層板が得られたことを報告した。しかし，これを用いて配線形成を行うと配線が剥離した。その原因を調査した結果，
形成した配線の PIと Niめっき膜の界面にアルカリ性のレジスト剥離液が浸透して配線裏面にアルカリ浸透層が形成され，そ
の浸透層を酸系薬液が通って Niめっき膜を腐食して配線が剥離していることが明らかとなった。この薬液の配線裏面への浸
透には PI上に Niめっき膜を析出させるために設けた表面改質層の厚みが関係しており，表面改質層をナノレベルまで薄膜化
することにより配線剥離を防ぐことに成功した。

Abstract
We previously reported on a flexible copper-clad laminate having high peel strength that was fabricated 

using electroless-plating of a Ni-seed layer on polyimide. However, the wiring delaminated from the 
polyimide surface during the circuit formation process. Alkali from the resist stripping process was observed 
to penetrate the Ni plating and polyimide interface, after which the Ni plating was corroded by the acidic 
solution causing the wiring to delaminate. The surface modified layer thickness on the polyimide formed 
for the electroless Ni plating was related to the penetration under the wiring by the alkali. Wire delamina-
tion could then be prevented by thinning the surface modified layer to the nanometer scale.
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Fig. 1　Alkaline modification of the PI film


